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Analyza pajenych spoju
Tato analyza je aplikovana prostfednictvim pfistroje Microme|x microfocus X-ray inspection system.

Pfistroj je navrieny predevSim pro
inspekci  slozitych desek plosnych
spoju a SMT (Surface Mount Tech-
nology) sestav. Diky pouziti oteviené
rentgenové trubice je dosazeno vy-
sokého rozliSeni. Vnitfni uspofaddni
zaruCuje bezkonkurenéni zvétSeni
s moznosti inspekce pdjenych
plodnych spoji ¢i dokonce mikrotrh-
lin na kulickéch BGA (Ball Grid Array)
pouzder. Maximdlni napéti trubice
180 kV umoznuje kontrolovat i desky
osazené BGA pouzdry s chladici ¢i
| jinymi kovovymi kryty.

Pofizené rentgenové snimky jsou
zpracovdny unikdtnimi  ndstroji s
cilem zvySeni kontrastu dat a odho-
leni defektl. Software také umoziuje
stanovit porozitu v pdjenych spojich.
Inspekce vétSiho mnoizstvi stejnych
dilo Ize ¢dste¢né automatizovat pro
Ucely tfidéni vadnych dild.

- —

D1 OK (28.89:x)

Ukdzka vyhodnoceni porozity pdjeného spoje z rentgenového snimku. Zelenou barvou je ohrani¢ena
analyzovand oblast. Nalezené defekty jsou zndzornény Zlutou barvou. Hodnota v bilém radmecku znd-
zornuje procentudini vyskyt defektd v analyzované oblasti.

Video ukdzka zde.


https://youtu.be/iwouJ9CYGqo
https://www.youtube.com/watch?v=SJZR_u7e1GU&feature=emb_logo&ab_channel=GEOil%26GasDigitalSolutions
http://www.ctlab.ceitec.cz

